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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est 'i_ssu des documents suivants:

DIS Rapports de vote
47(BC)1252 47(BC)1333
47(BC)1314 47(BC)1343
47(BC)1316 47(BC)1348 f

N

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus toute info ion sur le

vote ayant abouti & I'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

10 Mesure dé la teneur en humidité interne par spectrométrie de masse
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CHAPITRE II: ESSAIS MECANIQUES
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

2.3 Résistance des CMS en boitier plastique a I'effet combiné de I'humidité
et de la chaleur de soudage
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor

devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Reports on voting
47(CO)1252 47(C0)1333
47(CO)1314 47(C0O)1343
47(CO)1316 47(CO)1348

Full information on the voting for the approval of this amendmen
reports on voting indicated in the above table.
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CONTENTS

2.3 Resistance-of pla
and sold@he

7 Die shear s

Add the

10 Internal mo e content measurement by mass spectrometry method
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CHAPTER Il: MECHANICAL TEST METHODS
Add the following new subclause:

2.3  Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture
and soldering heat
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2.31  Objet

Ce paragraphe propose une méthode d'essai destinée a garantir la résistance a ia chaleur
de soudage des composants pour montage en surface (CMS) en boitier plastique. Cet
essai est destructif.

2.3.2 Description générale

Les craquelures du boitier et les défaillances électriques intervenant dans les CMS 2
boitier plastique peuvent apparaitre lorsque la chaleur de soudage augmente la pression
de vapeur de I'humidité absorbée lors du stockage. Ces probiémes ont été évalués. Cette
méthode d’'essai consiste & évaluer la résistance & la chaleur des-CMS aprés les avoir
plongés dans un milieu simulant 'humidité absorbée lors du stockage en.entrepét ou dans
un endroit sec.

2.3.3 Appareillage d’essai et matériaux

a) Chambre d’humidité

La chambre d’humidité doit créer un milie
relatives définies au point ¢) de 2.3.4.

pérature et 'humidité

b) Appareillage de brasage

Les appareillages de brasa
des profils de températures

Q Adhésif
-— Thermocouple
Résine
g Support
rd I

CEl 102193

NOTE — !l convient que I'adhésif ait une bonne conductivité thermique.

Figure 3 — Méthode de mesure du profil de température d'un spécimen

c) Support

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, on peut utiliser n'importe
quel matériau de circuit tels que I'alumine, la fibre de verre epoxy ou polyimide ou du fil
de fer. Monter le spécimen sur le circuit selon les méthodes habituelles et dans la
position indiquée a la figure 3.
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2.3.1 Object

This subclause provides a test method for assessing the resistance to soldering heat of
plastic encapsulated surface mounted devices (SMDs). This test is destructive.

2.3.2 General description

Package cracking and electrical failure in plastic encapsulated SMDs can result when
soldering heat raises the vapour pressure of moisture which has been absorbed during
storage. These problems are assessed. In this test method, SMDs are evaluated for heat
resistance after being soaked in an environment which simulates moisture being absorbed
while under storage in a warehouse or dry pack.

2.3.3 Test apparatus and materials

a) Humidity chamber
The humidity chamber shall provide an environmen
and relative humidity defined in item c) of 2.3.4.

b) Reflow soldering apparatus
Vapour phase soldering apparatus 3

<«— Thermocouple

Resin

Holder g

IEC 1021193

NOTE - The adhesive agent should have a good thermal conductivity.

Figure 3 — Method of measuring the temperature profile of a specimen

¢) Holder

Unless otherwise specified in the relevant specification, any board material, such as an
alumina, epoxy fibreglass or polyimide, or a wire net may be used for the holder. The
specimen shall be mounted on the board by the usual means and in a position as given
in figure 3.
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d) Bain de soudure

Le bain de soudure doit étre conforme aux conditions de chaleur de soudage indiquées
au point ¢) de 2.3.4.

e) Solvant pour brasage en phase vapeur
Utiliser du perfluorocarbone (de I'isobuténe perfluoré).

f) Flux

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le flux doit comprendre (en
masse): 25 % de colophane, 75 % d’alcool isopropylique, selon les spécifications de
I'annexe C de la CEl 68-2-20".

g) Soudage

On doit utiliser un soudage dont la composition figure da aCEl 68-2-20.

a) Mesures initiales
1) Inspection visuelle

L'inspection visuelle s’e
CEl 749.

2) Mesures électriques
On effectue les essais éle

b) Précondjti

Porter le_s
spéci '@

Température Humidité relative Temps d'immersion
°C % h
85+2 30+5 168 £ 24
852 655 168 + 24
852 8515 2412

CEl 68-2-20: 1979, Essais d'environnement ~ Partie 2:

Essais — Essai T: Soudure




